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(57) Zusatnmenfassung 

Integriertes Bauelement und Verfahren zu seiner Herstellung. Die Erfindung betrifft ein integriertes Bauelement (35) mit wenigslens 
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Beschreibung 

Integriertes Bauelement, Verbundkorper aus einem integrierten 
Bauelement und einer Leiterstruktur , Chip-Karte und Verfahren 
zur Herstellung des integrierten Bauelementes 

Die Erfindung betrif ft ein integriertes Bauelement mit wenig- 
stens einer Kontaktf lache zum Verbinden des Bauelementes mit 
einem Bef estigungsmittel • 

Ferner betrifft die Erfindung einen Verbundkorper aus einem 
integrierten Bauelement und einer Leiterstruktur sowie eine 
Chip-Karte . 

Die Erfindung betrifft aufcerdem ein Verfahren zur Herstellung 
eines integrierten Bauelementes, bei dem wenigstens ein Kon- 
taktelement fur eine Verbindung des Bauelementes mit einem 
Bef estigungsmittel erzeugt wird. 

Es ist bekannt, eine Metallebene einer integrierten Schaltung 
mit AnschluGdrahten zu verbinden. Ein vielfach eingesetztes 
Verfahren sieht dabei vor, nach Strukturierung der obersten 
Metallebene eine Passivierungsschicht auf zubringen, die le- 
diglich an denjenigen Stellen geoffnet wird, an denen An- 
schluBdrahte (Bonddrahte) angebracht werden. Diese Stellen 
werden wegen ihrer Gestalt auch als Pads bezeichnet. Die Pas- 
sivierungsschicht besteht meist aus einer Doppelschicht aus 
Plasmaoxyd und Plasmanitrid in typischen Dicken von 200 nm 
bis 500 nm. Ferner ist eine weitere Passivierungsschicht aus 
Polyimid in einer Dicke von 3 pm bis 5 yim, eine sogenannte 
Sof tpassivierung, bekannt . 

Es ist bekannt, daft durch mechanische Spannungsunterschiede 
in den Schichten, durch ungenugende Schichthaf tung oder durch 
Spannungen einer Gehause-PreBmasse, Risse in der obersten Me- 
tallisierungsschicht sowie in der Passivierungsschicht ent- 
stehen konnen. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein integriertes 
Bauelement zu schaffen, durch das die Nachteile des Standes 
der Technik uberwunden werden. Insbesondere soli das Bauele- 
5 ment auf eine moglichst einfache und zuverlassige Weise her- 
stellbar sein und eine moglichst lange Lebensdauer der Kon- 
takte auch bei thermischen und/oder mechanischen Belastungen 
gewahrleisten . 

10 Erf indungsgemaB wird diese Aufgabe bei einer gattungsgemafcen 
Schaltung dadurch gelost, dali das Kont a kt element derart in 
einem Randbereich des integrierten Bauelementes angeordnet 
ist, dali das Kontaktelement wenigstens eine Kontaktf lache 
aufweist, welche gegeniiber einer Hauptflache des Bauelementes 

15 geneigt ist. 

Die Erfindung sieht also vor, ein integriertes Bauelement zu 
schaffen, das Kontakte aufweist, die sich in einem oder meh- 
reren seiner Randbereiche befinden. Der Begriff ^integriertes 
20 Bauelement,, ist hierbei in einer weiten Bedeutung gemeint. Er 
umfafit beispielsweise einzelne Funktionselemente, integrierte 
Schaltungen ohne oder mit Gehause ebenso wie einbauf ertige 
Bausteine. Bei den einzelnen Funktionselementen kann es sich 
neben aktiven Elementen, die ublicherweise in Schaltungen 
25 auftreten, auch um Sensoren oder Aktoren handeln. Der Begriff 
„Kontaktelement„ ist gleichfalls in einer weiten Bedeutung zu 
verstehen. Er ist insbesondere nicht auf die bekannten Kon- 
taktflachen (Pads) beschrankt r sondern bezieht sich ausdruck- 
lich auch auf solche Kontakte, die zum AnschluB einer belie- 
30 bigen anderen Strukturebene einer integrierten elektronischen 
Schaltung dienen. 

Es ist besonders zweckmaBig, das Bauelement so zu gestalten, 
daB das Kontaktelement derart in einem Randbereich des inte- 
35 grierten Bauelementes angeordnet ist, daft es sich wenigstens 
abschnittsweise in einem Kontakt mit einem Randbereich einer 
Hauptflache des Bauelementes befindet und daft das Kontaktele- 
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ment in einem eingebauten Zustand des Bauelementes in Kontakt 
mit wenigstens zwei, in einem von 0 0 verschiedenen Winkel 
angeordneten Flachen eines Bef estigungsmittels verbringbar 
ist . 

Der Begriff „Bef estigungsmittels ist in seiner weitesten Be- 
deutung gemeint. Er beinhaltet zum einen bekannte Leiterrah- 
men und Leiterstrukturen und zum anderen auch alle weiteren 
moglichen Halterungen fur das Bauelement. 

Die beiden Flachen des Gehauses, mit denen das Kontaktelement 
in Kontakt bringbar ist, konnen in einem beliebigen Winkel 
zueinander angeordnet sein, wobei ein Winkel von 90 0 ledig- 
lich ein Beispiel darstellt. Ein von 90 0 verschiedener Win- 
kel hat den Vorteil, dali bei derartigen schragen Flachen eine 
groBere effektive Kontaktf lache erzielt werden kann. 

Es ist besonders zweckmafiig, das integrierte Bauelement so 
auszustatten, dali sich in einem inneren Flachenbereich der 
20 Hauptf lache keine Kontaktelemente befinden. 

Eine besonders vorteilhafte Ausf iihrungsf orm dieses Bauelemen- 
tes zeichnet sich dadurch aus, dali der innere Flachenbereich 
bedruckt und/oder beschichtet ist. 

25 

Gegenstand der Erfindung ist ferner, einen Verbundkorper aus 
einer Leiterstruktur und wenigstens einem integrierten Bau- 
element so zu gestalten, dali das Bauelement auf eine der in 
dieser Anmeldung dargestellten Arten gestaltet ist. 

30 

Erf indungsgemafi wird ferner ein gattungsgemalies Verfahren so 
durchgef uhrt , daB das Bauelement so erzeugt wird, dali das 
Kontaktelement derart in einem Randbereich des integrierten 
Bauelementes erzeugt wird, daii das Kontaktelement wenigstens 
35 eine Kontaktf lache aufweist, welche gegenuber einer Hauptfla- 
che des Bauelementes geneigt ist. 
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Das dargestellte Verfahren zum Herstellen des Bauelementes 
stellt vorzugsweise einen Teilschritt eines Verfahrens zur 
Herstellung eines Verbundes aus einem Bauelement und einem ei 
tragenden Bef estigungsmittel dar. 
5 

Auch wenn es besonders zweckmaliig ist, die Kontaktelemente 
nach den aktiven Elementen zu erzeugen, lafit sich dieses Ver- 
fahren dennoch in einer beliebigen Reihenfolge durchfiihren. 

10 Es ist besonders zweckmaBig, dieses Verfahren so zu gestal- 
ten, daB im Bereich einer Hauptflache eines Halbleiter- 
substrats wenigstens ein Teil von Funktionselementen des Bau- 
elementes erzeugt wird, daft die Kontaktelemente in ausgewahl- 
ten Flachenbereichen des Halbleitersubstrats erzeugt werden 

15 und dafi anschliefiend die Funktionselemente des Bauelementes 
derart aus dem Halbleitersubstrat getrennt werden, dali bei 
dem Trennen Seitenbereiche der Kontaktelemente freigelegt 
werden. 

20 Diese Ausfuhrung vereint ein schnelles und rationales Verfah 
ren, eine oder, was besonders bevorzugt ist, mehrere inte- 
grierte elektronische Schaltungen im Bereich einer Hauptfla- 
che eines Halbleitersubstrats zu erzeugen, mit der Herstel- 
lung von Kontakten zum AnschluB der integrierten Schaltung 

25 beziehungsweise der integrierten Schaltungen. 

Ein Heraustrennen der einzelnen integrierten Schaltungen er- 
folgt durch ein geeignetes Trennverf ahren , wobei ein Sagen 
besonders zweckmaliig ist. Eine Durchfuhrung des Sagens mit 

30 einem Sageblatt, das wahrend des Sagevorgangs in einer Ebene 
ausgerichtet ist, die orthogonal zu der Hauptflache des Halb 
leitersubstrats steht, fuhrt zu definierten Schnittkanten . 
Eine schrage Fiihrung des Sageblattes ist gegentiber der ortho 
gonalen Stellung jedoch mit dem Vorteil verbunden, daB im Be 

35 reich der Sageflache eine grofiere Kontaktf lache der Kontakt- 
elemente frei gelegt wird. Unabhangig von dem Winkel unter- 
halb dessen der Sagevorgang erfolgt, weist ein erf indungsge- 
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mafces Trennverf ahren den Vorteil auf, dafi der Trennvorgang, 
beispielsweise der Sagevorgang, und das Freilegen von Flachen 
der Kontaktelemente mit dem gleichen Prozefcschritt erfolgt. 

5 weitere Vorteile, Besonderheiten und zweckmaiiige Weiterbil- 
dungen der Erf indung ergeben sich aus den Unteranspruchen und 
der nachfolgenden Darstellung von bevorzugten Ausf iihrungsbei- 
spielen anhand der Zeichnungen. 

10 Von den Zeichnungen zeigt: 

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine Hauptflache eines inte- 
grierte elektrische Schaltungen enthaltenden Halbleiter- 
substrats, 

15 

Fig. 2 einen Querschnitt durch das Halbleitersubstrat vor 
einem Sagevorgang, 

Fig. 3 einen Querschnitt durch das Halbleitersubstrat nach 
20 dem Sagevorgang, 

Fig. 4 einen Querschnitt durch das Halbleitersubstrat nach 
einem Sagevorgang, bei dem das Sageblatt in einem von 90o 
verschiedenen Winkel angesetzt wurde, 

25 

Fig. 5 ausschnittsweise einen Querschnitt durch einen Lei- 
terrahmen 7 0 mit einem eingebauten integrierten Bauelement 
45, 

30 Fig. 6 eine Seitenansicht eines Leiterrahmens 90 mit einer 
anderen Ausf uhrungsf orm des integrierten Bauelementes 35, 

Fig. 7 eine Aufsicht auf den in Fig. 6 dargestellten Lei- 
terrahmen mit eingebautem integrierten Bauelement 35, 

35 

Fig. 8 eine Auf sichtsdarstellung auf eine Leiterstruktur , 
auf der ein Bauelement 135 mit in mehreren Ebenen angeordne- 
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ten integrierten Schaltungen befestigt ist, wobei mehrere 
Ebenen der integrierten Schaltung mit der Leiterstruktur ver- 
bunden sind, 

Fig, 9 eine Auf sichtsdarstellung auf eine andere Ausfiih- 
rungsform eines erf indungsgemaBen Verbundkorpers aus einer 
integrierten Schaltung und einem sie tragenden Bef estigungs- 
mittel 200, 

Fig- 10 einen Querschnitt durch ein weiteres erf indungsge- 
mafies Bef estigungsmittel 230, das als ein Gehause fur ein in- 
tegriertes Bauelement ausgestaltet ist, 

Fig. 11 ein Bef estigungsmittel 290, das gleichfalls einen 
Grundkorper und zwei Vorsprunge 310 und 320 aufweist, 

Fig. 12 ein Bef estigungsmittel 350, das einen Grundkorper 
360 sowie zwei Vorsprunge 370 und 380 aufweist, 

Fig. 13 geeignete Bef estigungsmoglichkeit fur ein inte- 
griertes Bauelement 400, beispielsweise einen Oberf lachenwel- 
lenfilter mit im Randbereich seiner unteren Hauptflache be- 
findlichen Kontaktelementen 410 und 420, 

Fig. 14 spatere Bearbeitungsschritte des in Fig. 13 darge- 
stellten Verbundelementes aus einem Bef estigungsmittel 430 
und dem in ihm angeordnetem Bauelement 400, 

Fig. 15 einen Querschnitt durch einen Verbundkorper aus ei- 
nem Bef estigungsmittel 630 und einem als Sensor ausgebildeten 
Bauelement 600, 

Fig. 16 eine Aufsicht auf einen Verbundkorper aus einem 
gleichfalls als Sensor ausgebildeten Bauelement 700 und einer 
Tragerplatte 740 aus einem flexiblen Material, 



WO 00/07239 PCIYDE99/02190 



Fig- 17 einen Bereich einer Chip-Karte, in dem sich ein 
Bauelement 800 in Form einer integrierten elektronischen 
Schaltung sowie Anschlufibereiche 810, 820, 830, 840, 850 und 
8 60 zu einem Kontakt des integrierten Bauelementes 800 mit 
5 einer Kartenlese- oder Schreibeinheit befinden, 

Fig. 18 einen ausschnittsweise dargestellten Querschnitt 
der Chip-Karte in der Gegend des Kontaktbereichs 870, 

10 Fig- 19 eine Aufsicht auf einen Bereich der Chip-Karte, bei 
dem auf der Oberflache des integrierten Bauelementes 800 ein 
Funktionselement, beispielsweise eine induktive Spule 960, 
aufgebracht ist. 

15 Bei der in Fig. 1 dargestellten Aufsicht auf ein Halbleiter- 
substrat handelt es sich urn einen Ausschnitt aus einem Wafer, 
der eine Vielzahl von integrierten elektronischen Schaltungen 
10 enthalt. Die integrierten elektronischen Schaltungen 10 
bilden erste Beispiele von erf indungsgemafcen integrierten 

20 Bauelementen beziehungsweise eine Vorstufe von weiteren er- 
f indungsgemalien integrierten Bauelementen. 

Die integrierten elektronischen Schaltungen 10 sind jeweils 
in ihrem Randbereich mit Kontaktelementen 20 versehen. Zwi- 
25 schen den integrierten Schaltungen 10 befinden sich nicht mit 
Schaltelementen versehene Bereiche 30 des Halbleiter- 
substrats. Die Bereiche 30 sind in Form eines Gitters ange- 
ordnet . 

30 Ein Sagevorgang, durch welchen die einzelnen integrierten 

Schaltungen 10 vereinzelt werden, wird nachfolgend anhand der 
Fig. 2 und 3 erlautert. 

Bei der Darstellung eines Querschnitts durch das Halbleiter- 
35 substrat ist es erkennbar, wie ein Sageblatt 40 zwei inte- 

grierte Schaltungen 10, 10' durch das Entfernen des zwischen 
ihnen liegenden Bereiches 30 voneinander trennt. 
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Das Sageblatt 40 weist eine groBere Breite A auf als es einem 
gegenseitigen Abstand B zwischen den Kontaktelementen 20, 20' 
entspricht, so dali die Kontaktelemente 20, 20' freigelegt 
werden. Die Breite A des Sageblattes 40 wird jedoch kleiner 
als die Breite eines Bereichs x gewahlt, in dem sich keine 
Funktionselemente befinden, urn eine Beschadigung von in Be- 
reichen y befindlichen Funktionselementen zu verhindern. 

Bei dem Sagen entstehen Mikrorisse (Damages), die sich aus- 
dehnen konnen. Um eine Ausdehnung der Damages in die Bereiche 
y, in denen sich Funktionselemente befinden, zu verhindern, 
wird neben dem Einsatz des Sageblattes mit einer geeigneten 
Breite A zwischen den Bereichen y wenigstens der Bereich x 
vorgesehen. Der Bereich x kann beispielsweise fur Teststruk- 
turen genutzt werden. 

Auf die dargestellte Weise entstehen in Fig. 3 dargestellte 
integrierte Bauelemente 35, bei denen seitliche Bereiche der 
Kontaktelemente 20, 20' frei gelegt wurden. 

Bei dieser Abbildung wird deutlich, daft der nicht mit Funk- 
tionselementen belegte Bereich x eine sehr viel geringere 
Ausdehnung hat als vor dem Trennvorgang der integrierten 
elektronischen Schaltungen . 

In Fig. 4 sind Bauelemente 4 5 dargestellt, deren Aufbau im 
wesentlichen den in Fig. 3 dargestellten Bauelementen ent- 
spricht. In Fig. 4 dargestellten integrierten elektronischen 
Schaltungen 50, 50' weisen jedoch im Unterschied zu den in 
Fig. 3 dargestellten Schaltungen im Bereich von Kontaktele- 
menten 60, 60' in einem schragen Winkel angeordnete Kontakt- 
flachen 62, 62' auf. 

Ein Beispiel fur ein Bef estigungsmittel, mit dem die Bauele- 
mente verbunden werden konnen, ist ein Leiterrahmen 
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(Leadframe) wie er beispielhaft in den Fig. 5 bis 8 darge- 
stellt ist. 

Bei dem in Fig. 5 ausschnittsweise in einem Querschnitt dar- 
5 gestellten Leiterrahmen ist beispielhaft das in Fig. 4 darge- 
stellte Bauelement wiedergegeben. 

Auf einem Randbereich eines Leiterrahmens 70 befindet sich 
ein Leitkleber 80, beispielsweise ein Silberleitlack, insbe- 

10 sondere urn einen Epoxie-Silberleitlack, wie er beispielsweise 
von Sumitomo hergestellt und unter der Produktbezeichnung 
CRM1033B vertrieben wird, durch den das integrierte Bauele- 
ment 4 5 mit dem Leiterrahmen sowohl elektrisch als auch me- 
chanisch fest verbunden ist. Der Leiterrahmen 70 ist ledig- 

15 lich ein vorteilhaf tes Ausf iihrungsbeispiel eines erfindungs- 
gemalien Bef estigungsmittels . 

Bei der gewahlten Querschnittsdarstellung zeigt sich deut- 
lich, dali eine fur den elektrischen Anschlufi des Kontaktele- 
20 mentes 60 dienende Kontaktf lache 62 durch die Abschragung im 
Bereich des Kontaktelementes vergrofiert ist. 

Ein Einbau des in Fig. 3 dargestellten integrierten erfin- 
dungsgemafien integrierten Bauelementes 35 in einen Leiterrah- 
25 men 90 ist in Fig. 6 beispielhaft dargestellt. Der Leiterrah- 
men 90 ist lediglich ein vorteilhaf tes Ausf iihrungsbeispiel 
eines erf indungsgemaBen Bef estigungsmittels . 

Mit einem Randbereich des Leiterrahmens 90 ist das inte- 
30 grierte Bauelement 35 durch einen Leitkleber, vorzugsweise 

mit Silberleitlack, insbesondere einem Epoxie-Silberleitlack, 
wie den zuvor genannten Silberleitlack des Herstellers Sumi- 
tomo, verbunden. 

35 Der Leiterrahmen 90 enthalt Leiterstreif en (Leads) 110, 120, 
die durch Bereiche des Leitklebers 100 mit jeweils einem Kon- 
taktelement 20 des integrierten Bauelementes 35 verbunden 
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sind. Zwischen den Bereichen, in denen sich der Leitkleber 
100 befindet, ist ein isolierendes Dammmaterial 130 aufge- 
bracht . 

5 Das isolierende Dammmaterial ist so beschaffen, dali es nicht 
nur eine elektrische Isolation bewirkt, sondern in den mit 
ihm bedeckten Bereichen auch einen Durchtritt von Feuchtig- 
keit verhindert. 

10 Eine Aufsicht auf die Leiterstruktur in Fig. 6 ist in Fig. 7 
dargestellt. Hierbei ist erkennbar, dali das integrierte Bau- 
element 35 auf vier Seitenf lachen mit Leiterbahnen 110, 120 
verbunden ist. 

15 In Fig. 8 ist eine bevorzugte Befestigung eines Bauelementes 
135 dargestellt. Das Bauelement 135 enthalt einen Schichtsta- 
pel aus mehreren, iibereinander angeordneten integrierten 
Schaltungen. Das Bauelement 135 wird wegen seiner Form auch 
als cubic stacked packet bezeichnet. Innerhalb des 

20 Schichtstapels sind die einzelnen integrierten Schaltungen 
durch einen warmeleitf ahigen Kleber miteinander verbunden. 
Die Kontaktelemente 170 , 180 befinden sich in einer gegenuber 
dieser Kontaktf lache geeignet geneigten Flache, wobei im ein- 
fachen Fall einer kubischen Struktur der Winkel etwa 90 oC 

25 betragt. 

Das Bauelement 135 befindet sich auf einer Leiterstruktur 
140, die gleichfalls ein vorteilhaf tes Ausf uhrungsbeispiel 
eines erf indungsgemafi einsetzbaren Bef estigungsmittels ist. 

30 

Auf der Leiterstruktur 140 sind Leiterbahnen 150, 160 zum An- 
schlufi von in der integrierten Schaltung befindlichen Kon- 
taktelementen 170, 180 angeordnet. Die in einer niedrigen 
Strukturebene angeordneten Kontaktelemente 170 sind im we- 
35 sentlichen auf die anhand von Fig. 5, beziehungsweise Fig. 6, 
dargestellte Weise mit den Leiterbahnen 150 verbunden. Zum 
AnschluB der in einer hoheren Strukturebene befindlichen Kon- 



BNSDOC1D: <WO 0Q07239A1 I > 



WO 00/07239 PCT/DE99/02190 

taktelemente 180 dienen auf den Leiterbahnen 160 angeordnete 
Klebestreif en 190. Die Kontaktelemente 170, 180 -bestehen aus 
einem Material, das sowohl eine hohe Leit f ahigkeit als auch 
eine ausreichend geringe Diffusion beim HerstellungsprozeB 
des integrierten Bauelementes 135 aufweist, vorzugsweise aus 
Aluminium. Die Klebestreif en 190 bestehen aus einem Leitkle- 
ber, der eine ausreichend hohe Konzentration eines elektrisch 
leitfahigen Stoffes enthalt. 

Die Fig- 5, 6, 7 und 8 zeigen Beispiele, bei denen eine inte- 
grierte Schaltung durch einen leitfahigen Kleber irtit einer 
Leiterstruktur verbunden ist (Flip-Chip-Technik) . Diese dar- 
gestellte Verbindung ist jedoch lediglich als ein Beispiel 
einer Verbindung von Kontaktelementen mit einer Leiterstruk- 
tur anzusehen. Andere Verbindungen, beispielsweise mittels 
Siebdruck eines elektrisch leitfahigen Materials, sind 
gleichfalls moglich. 

Die in den Fig. 5, 6, 7 und 8 dargestellten Verbundkorper aus 
einer integrierten Schaltung und sie tragender Leitstruktur 
konnen auf vielfaltige Weise hergestellt werden. 

Nachfolgend werden zwei bevorzugte Herstellungsverf ahren fur 
die Verbundkorper erl^utert. Zunachst erfolgt eine Vereinze- 
lung der integrierten elektronischen Schaltungen, wie es bei- 
spielsweise anhand der Fig. 1, 2, 3 und 4 erlautert ist. An- 
schlieliend wird das integrierte Bauelement 35, 45, bezie- 
hungsweise 135 auf der Leiterstruktur, das heiftt insbesondere 
dem Leiterrahmen 70, 90, beziehungsweise einer als Leiter- 
platte ausgebildeten Leiterstruktur 14 0, kontaktiert und 
gleichzeitig fixiert. Besondere Vorteile eines solchen Monta- 
gesystems sind beispielsweise in einem Front-End-Prozeft oder 
in einem Back-End-ProzefJ zu erkennen. 

Bei einem Firont-End-ProzeB wird eine Polyimid-Schicht mog- 
lichst gleichmaBig aufgebracht. Das Aufbringen der Polyimid- 
Schicht erfolgt mittels eines Verfahrens, das eine moglichst 
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gleichmafiige Dicke der Polyimid-Schicht sicherstellt . Da eine 
seitliche Kontaktf lache der Kontaktelemente 20, 20', 60, 60', 
170 beziehungsweise 180 freiliegt, ist hierbei kein photoche- 
mischer Prozefi zum Freilegen der Kontakte (Aluminium- Pads) 
5 notwendig . 

Bei einem Back-End-Prozefi werden die Kontaktelemente in einem 
Schritt mit den Leiterbahnen verbunden, so dafi die Durchlauf- 
zeiten gegenuber einem Front-End-Prozefi verkleinert werden. 
10 Aufierdem wird die Ausbeute des Prozesses erhoht. 

Ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung ist nachfol- 
gend anhand von Fig. 9 dargestellt. In Fig. 9 ist eine Auf- 
sicht auf eine weitere Ausf uhrungsf orm eines erf indungsge- 

15 mafien Verbundkorpers aus einer integrierten Schaltung und ei- 
nem sie tragenden Bef estigungsmittel dargestellt. Bei dem Be- 
f estigungsmittel handelt es sich wiederum urn eine Trager- 
platte 200. Zwischen der Tragerplatte 200 und dem integrier- 
ten Bauelement 35 befindet sich eine Abstandsschicht 210, die 

20 wegen ihrer Eigenschaft, das gesamte unterhalb des integrier- 
ten Bauelementes 35 befindliche Raumvolumen auszufiillen, als 
underfiller bezeichnet wird. Eine obere Oberf lache der Tra- 
gerplatte 200 bildet eine untere Begrenzung fur die Abstands- 
schicht 210. Seitlich ist die Abstandsschicht 210 durch An- 

25 schlufielemente 220 begrenzt. 

Ein derartiger Verbundkorper kann beispielsweise so herge- 
stellt werden, dafi zunachst das integrierte Bauelement 35, 
beispielsweise anhand des gemali Fig. 1 bis 3 beschriebenen 

30 Verfahrens, hergestellt wird. Anschliefiend wird das inte- 
grierte Bauelement 35 mit der Tragerplatte 200 derart in Kon- 
takt gebracht, dafi zwischen der Tragerplatte 200 und dem in- 
tegrierten Bauelement 35 die Abstandsschicht 210 erzeugt 
wird. Weil bei der Gestaltung des integrierten Bauelementes 

35 35 Vorsprunge, insbesondere Vorspriinge auf den Hauptf lachen, 
vermieden werden, kann die Abstandsschicht durch ein Ver- 
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gieften in einer gleichmaftigen, nicht durch Erhebungen gestor- 
ten, Dicke vergossen werden. 

Die Anschluftelemente 220 werden anschlieftend durch ein geeig- 
netes Verfahren, beispielsweise mittels einer Drucktechnik, 
vorzugsweise mittels Siebdruck, erzeugt. 

Die Vermeidung von Vorsprtingen auf den Hauptflachen des inte- 
grierten Bauelementes 35 hat den Vorteil, daft eine Korrosion 
durch vollstandiges Ausfiillen des Raumes zwischen dem inte- 
grierten Bauelement 35 und der Tragerplatte 200 mit der Ab- 
standsschicht 210 vermieden wird. 

Insbesondere bei dem Einsatz einer Abstandsschicht ist es da- 
her zweckmaftig, daft sich in einem inneren Flachenbereich der 
Hauptflache des integrierten Bauelementes 35 keine Kontakt- 
elemente bef inden * 

Ein derartiger Aufbau der integrierten Schaltung, beziehungs- 
weise eines sie enthaltenen Bauelementes, hat den weiteren 
Vorteil, daft der innere Flachenbereich beschichtet sein kann. 

Die erf indungsgemafte Anordnung der Kontaktelemente kann bei 
sehr verschiedenen Bauelementen eingesetzt werden. Daher ist 
es insbesondere moglich, daft bei den zuvor genannten Ausfiih- 
rungsbeispielen die integrierten Bauelemente 35, 45, 135, 
durch andere Bauelemente ersetzt werden. Auch fur das Befe- 
stigungsmittel, mit dem das Bauelement verbindbar ist, sind 
verschiedene, mit mehreren unterschiedlichen Ausf uhrungsf or- 
men des Bauelementes kombinierbare Ausf uhrungsf ormen zweck- 
maftig. , 

Die Fig. 10, 11 und 12 zeigen Ausf uhrungsf ormen eines Befe- 
stigungsmittels, das als vorgehauster Leiterrahmen gestaltet 
ist. ^Vorgehaust,/ bedeutet in diesem Zusammenhang, daft das 
Bef estigungsmittel so gestaltet ist, daft ein Bauelement unter 
Einhaltung seiner Dimensionen in ihm plaziert werden kann. 
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Fig. 10 zeigt einen Querschnitt durch ein Bef estigungsmittel 
230, das als ein Gehause fur ein integriertes Bauelement aus- 
gestaltet ist. 

Das Befestigungsmittel 230 weist einen Grundkorper 240 und 
zwei sich vertikal zu dem Grundkorper 240 erstreckende Vor- 
sprunge 250, 260 auf. Die Vorsprunge 250, 260 sind so gestal- 
tet, daB ein Bauelement zwischen ihnen plaziert werden kann. 
Leiterbahnen 270, 280 sind so gestaltet, daB sie den Grund- 
korper 24 0 im Bereich der Vorsprunge 250, beziehungsweise 
260, durchdringen . 

Das in Fig. 11 dargestellte Befestigungsmittel 290 weist 
gleichfalls einen Grundkorper und zwei Vorsprunge 310 und 320 
auf. Die Vorsprunge 310 und 320 sind wiederum so angeordnet, 
daB zwischen ihnen ein integriertes Bauelement angeordnet 
werden kann. Leiterbahnen 330, beziehungsweise 34 0, durch- 
dringen die Vorsprunge 310, beziehungsweise 320. Ebenso wie 
die in Fig. 10 dargestellten Leiterbahnen 270 und 280 weisen 
auch die Leiterbahnen 330 und 340 einen im wesentlichen par- 
allel zu der Hauptflache des Grundkorpers 300 verlaufenden 
Abschnitt auf, der zur Kontaktierung von Kontaktelementen ei- 
nes geeignet gestalteten Bauelements bestimmt ist. 

Die Befestigungsmittel 230 und 290 sind vorzugsweise so ge- 
staltet, daB das in ihnen zu befestigende Bauelement mittels 
eines geeigneten Klebers in ihnen fixiert wird. Es ist jedoch 
gleichfalls moglich, diese Befestigungsmittel so zu modifi- 
zieren, daB ein geeignet gestaltetes Bauelement kraft- bezie- 
hungsweise f ormschlussig mit ihnen verbunden werden kann. Ein 
Beispiel einer derartigen, f ormschlussigen Bef estigungsva- 
riante, die eine Steckverbindung ermbglicht, ist in Fig. 12 
erlautert . 

Das in Fig. 12 dargestellte Befestigungsmittel 350 weist ei- 
nen Grundkorper 360 sowie zwei Vorsprunge 370 und 380 auf. 
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Zwischen einem Sockel 365 des Grundkorpers 360 und dem Vor- 
sprung 370 befindet sich eine Leiterbahn 390, die sich in ei- 
nem zur Kontaktierung des Bauelementes bestimmten Bereich auf 
einer oberen Oberflache des Sockels 365 parallel zu diesem 
erstreckt . 

Geeignete Bef estigungsmoglichkeiten fur ein integriertes Bau- 
element 400, beispielsweise einen Oberf lachenwellenf ilter 
mit im Randbereich seiner unteren Hauptflache befindlichen 
Kontaktelementen 410 und 420, sind in den Fig. 13 und 14 dar- 
gestellt - 

Die dargestellten Bef estigungen sind selbstverstandlich nicht 
nur bei einem Oberf lachenwellenf ilter einsetzbar, sondern bei 
jedem Bauelement, das eine im wesentlichen vergleichbare to- 
pologische Struktur aufweist. 

Das Bauelement 400 befindet sich auf einem Bef estigungsmittel 
430, das im wesentlichen wie das in Fig. 10 dargestellte Be- 
festigungsmittel 230 gestaltet ist. Es weist gleichfalls ei- 
nen Grundkorper 440, Vorspriinge 450 und 460 sowie Leiterbah- 
nen 470 und 480 auf. Im Gegensatz zu dem in Fig. 10 darge- 
stellten Ausf uhrungsbeispiel enden die Leiterbahnen 4 70 und 
480 hierbei bundig mit Seitenkanten von Sockeln 445 und 448 
des Grundkorpers 440. Ansonsten befinden sich die dem Bauele- 
ment 400 zugewandten Bereiche der Leiterbahnen 470 und 480 im 
wesentlichen parallel zu oberen Oberflachen der Sockel 445 
und 4 48. 

Die Leiterbahnen 470 beziehungsweise 480 befinden sich in ei- 
nem unmittelbaren mechanischen und elektrischen Kontakt mit 
den Kontaktelementen 410 beziehungsweise 420. Zur Fixierung 
des Bauelementes 400 innerhalb des Bef estigungsmittels 430 
und zur Verbesserung des elektrischen Kontaktes zwischen den 
Leiterbahnen 470 und 480 und den Kontaktelementen 410 bezie- 
hungsweise 420 sind die Kontaktelemente 410, 420 zusatzlich 
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uber Leitkleber 490, 500 mit den Leiterbahnen 470, 480 ver- 
bunden. 

Bei der Darstellung von Fig. 13 ist f est zustellen, daft sich 
zwischen der unteren Hauptflache des Bauelementes 400 und der 
ihm zugewandten Oberflache des Grundkorpers 440 ein Spalt 405 
befindet, der vorzugsweise mit Luft gefullt ist. Der Spalt 
405 weist eine definierte, uber seine gesamte Langsausdehnung 
gleichbleibende, Dicke d auf. 



Die genaue Position des Bauelementes 4 00 innerhalb des Befe- 
stigungsmittels 430 wird durch geeignete, in einer anderen 
Schnittebene vorliegende und nachfolgend in Fig. 14 darge- 
stellte Abstandhalter 510 bewirkt. Derartige Abstandhalter 
15 sind beispielsweise mittels eines Spritzgiefiverf ahrens herge- 
stellt und zwischen benachbarten Leiterstreif en angeordnet. 

Fig. 14 zeigt spatere Bearbeitungsschritte des in Fig. 13 
dargestellten Verbundes aus Bef estigungsmittel 430 und in ihm 
angeordnetem Bauelement 400. Hierbei zeigt die linke Seite 
von Fig. 14 einen Abstandhalter 510, der zu einem Festklemmen 
des Bauelementes 400 an dem Vorsprung 415 dient . Der Abstand- 
halter 510 wird vorzugsweise nach dem Einbringen des Bauele- 
mentes 400 in das Bef estigungsmittel 430 durch Gieften aufge- 
bracht. Fine derartige Befestigung wird als partiell vergos- 
sen dargestellt. 



Eine komplett vergossene Variante ist im rechten Teil von 
Fig. 14 dargestellt. Bei dieser Darstellung befindet sich so- 
wohl zwischen dem Vorsprung 4 60 und der ihm zugewandten Sei- 
tenflache des Bauelementes 400 als auch auf einer oberen 
Oberflache des Bauelementes 4 00 eine VerguBmasse 520. 

Die anhand der Fig. 10 bis 14 dargestellten Bef estigungsmit- 
35 tel zeichnen 'sich dadurch aus, daB sie einen vorgehausten 
Leiterrahmen bilden. 
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Der Einsatz von vorgehausten Leiterrahmen ist mit dem Vorteil 
verbunden, dafi in ihnen ein oder mehrere Bauelemente beson- 
ders arm an mechanischen Spannungen montiert werden konnen. 
Die fertigen Verbundkorper aus Bauelement und Bef estigungs- 
mittel zeichnen sich dadurch aus, dali sie nur wenige ver- 
schiedene chemische Substanzen enthalten, so dafi eine gegen- 
seitige chemische Beeinf lussung verringert wird. Ferner wei- 
sen die eingesetzten Materialien eine erhohte chemische Resi- 
stenz auf. 

Die gewahlten Ausf uhrungsbeispiele der Montage des Bauelemen- 
tes lassen sich insbesondere dort zweckma&ig einsetzen, wo 
ein definierter Abstand d' zwischen dem Bauelement und einem 
Bereich des Bef estigungsmittels zweckmafiig ist, 

Bef estigungsmoglichkeiten fur ein integriertes Bauelement 
400, beispielsweise einen Oberf lachenwellenf ilter mit im 
Randbereich seiner unteren Hauptflache befindlichen Kontakt- 
elementen 410 und 420, sind in den Fig. 13 und 14 darge- 
stellt . 

Die dargestellten Bef estigungen sind selbstverstandlich nicht 
nur bei einem Oberf lachenwellenf ilter einsetzbar, sondern bei 
jedem Bauelement, das eine im wesent lichen vergleichbare to- 
pologische Struktur aufweist. 

Fig. 15 zeigt einen Verbundkorper aus einem durch einen Sen- 
sor gebildeten Bauelement 600 und einem es tragenden Befesti- 
gungsmittel 630. Das Bef estigungsmittel 630 ist im wesentli- 
chen wie das in Fig. 10 dargestellte Bef estigungsmittel 230 
gestaltet. Es weist gleichfalls einen Grundkorper 640, Vor- 
sprlinge 650 und 660 sowie Leiterbahnen 670 und 680 auf. Im 
Gegensatz zu dem in Fig. 10 dargestellten Ausf uhrungsbeispiel 
enden die Leiterbahnen 670 und 680 hierbei bundig mit Seiten- 
kanten von Sockeln 645 und 648 des Grundkorpers 640. Anson- 
sten befinden sich die dem Bauelement 600 zugewandten Berei- 
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che der Leiterbahnen 670 und 680 im wesentlichen parallel zu 
oberen Oberflachen der Sockel 64 5 und 64 8, 

Die Leiterbahnen 670, beziehungsweise 680, befinden sich in 
einem unmittelbaren raechanischen und elektrischen Kontakt mit 
den Kontaktelementen 610 beziehungsweise 620. Zur Fixierung 
des Bauelementes 600 innerhalb des Bef estigungsmittels 630 
und zur Verbesserung des elektrischen Kontaktes zwischen den 
Leiterbahnen 670 und 680 und den Kontaktelementen 610, bezie- 
hungsweise 620, sind die Kontaktelemente 610, 620 zusatzlich 
uber Leitkleber 690, 695 mit den Leiterbahnen 670, 680 ver- 
bunden. 

Auch bei der Montage des Bauelementes 600 ist die bevorzugte, 
spannungsarme Montage in einem vorgehausten Leiterrahmen vor- 
teilhaft. 

Bei einem Verbundkorper aus Bef estigungsmittel 630 und als 
Sensor ausgebildeten Bauelement 600 ist es besonders vorteil- 
haft, dafi die Dicke d' des zwischen einer unteren Hauptflache 
des Bauelementes 600 und einer oberen Oberflache des Grund- 
korpers 640 befindlichen Spalt 605 in grofien Bereichen, vor- 
zugsweise im Bereich von 50 (m bis 100 (m, variabel gewahlt 
werden kann. 

Bei dem Bauelement 600 handelt es sich vorzugsweise urn einen 
beliebigen Sensor, beispielsweise fur eine mechanische, che- 
mische oder biologische GroBe. Aufgrund der spannungsarmen 
Montage ist es besonders zweckmafiig, das Bauelement 600 so 
auszugestalten, dafi es mit geeigneten mikromechanischen Kom- 
ponenten zu einem Mikrosystem ausgebaut ist und so beispiels- 
weise als Bewegungs- oder Drucksensor eingesetzt werden kann. 
Anstelle des als Sensors gestalteten Bauelementes 600 kann 
auch ein geeignetes Mikrosystem vorgesehen sein. 

Anstelle einer Anordnung des Sensors in einem festen Abstand 
d' zu einer Oberflache eines Grundkorpers sind gleichfalls 
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andere Anordnungen eines als Sensor ausgebildeten Bauelemen- 
tes 700 zweckmafcig. 

Ein besonders vorteilhaf ter Verbundkorper mit einem als Sen- 
5 sor gestaltet en Bauelement 700 wird nachfolgend anhand von 
Fig. 16 erlautert. 

Fig. 16 zeigt eine Aufsicht auf einen Verbundkorper aus einem 
Bauelement 700 und einer Tragerplatte 740 aus einem flexiblen 
10 Material. 

Das Bauelement 700 weist in einem Randbereich Kontaktelemente 
720 auf, die sowohl mit einer Hauptflache als auch mit einer 
Seitenflache des Bauelementes 700 bundig verlaufen. Die Kon- 
15 taktelemente 720 befinden sich in einem unmittelbaren mecha- 
nischen und elektrischen Kontakt mit Leiterbahnen 750. Zu- 
satzlich sind Abschnitte eines Leitklebers 780 so angeordnet, 
daft sie eine weitere Verbindung zwischen den Kontaktelementen 
720 und den Leiterbahnen 750 bewirken. 

20 

Ein weiteres Beispiel, bei dem ein Bauelement 800 durch eine 
integrierte elektronische Schaltung gebildet ist, ist nach- 
folgend anhand von Fig. 17 dargestellt. 

25 Fig. 17 zeigt einen Bereich einer Chip-Karte, in dem sich das 
integrierte Bauelement 800 sowie Anschlulibereichen 810, 820, 
830, 840, 850 und 860 zu einem Kontakt des integrierten Bau- 
elementes 800 mit einer Kartenlese- oder Schreibeinheit be- 
finden. 

30 

Zwischen den Anschlufcbereichen 810, 820, 830, 840, 850 und 
8 60 und nachfolgend in Fig. 18 dargestellten, in einem Rand- 
bereich des integrierten Bauelementes 800 angeordneten Kon- 
taktelementen 805, befinden sich Kontaktbereiche 870, 880, 
35 890, 900, 910. und 920. 
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Der Einbau des integrierten Bauelementes 800 in einen Grund- 
korper 930 der Chip-Karte ist aus dem in Fig. 18 ausschnitts- 
weise dargestellten Querschnitt der Chip-Karte in der Gegend 
des Kontaktbereichs 870 verdeutlicht . 

5 

Hierbei ist erkennbar, dafi sich eine Kontaktf lache 807 eines 
Kontaktelementes 805 des integrierten Bauelementes 800 inner- 
halb einer Ausnehmung der Chip-Karte und in einem unmittelba- 
ren mechanischen und elektrischen Kontakt mit dem Kontaktbe- 
10 reich 870 befindet. 

Bei einer derartigen Anordnung ist die Ruckseite des Bauele- 
mentes 800, das heifit insbesondere der es bildenden inte- 
grierten elektronischen Schaltung, nach aufien gewandt. Vor- 
15 zugsweise befindet sich die Ruckseite 940 auf dem gleichen 
Niveau wie eine Oberf lache 950 der Chip-Karte. 

Die beschriebene Chip-Karte lafit sich auf eine besonders 
zweckmafiige Weise wie folgt herstellen: Zunachst wird die 
20 Karte einschliefilich AnschluBbereichen 810 bis 860 bezie- 

hungsweise Kontaktbereichen 870 bis 920 hergestellt und an- 
schliefiend getestet. Nachdem dieser Test erfolgreich verlief, 
wird anschliefiend die integrierte elektronische Schaltung 
aufgebracht. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dafi das inte- 
25 grierte Bauelement 800 lediglich auf fehlerfrei vorbereitete 
Kartentrager aufgebracht wird. Da die Herstellung des inte- 
grierten Bauelementes 800 sehr viel aufwendiger ist als die 
Herstellung des Kartentragers und da ein gewisser Ausschufi 
bei der Herstellung der Anschlufibereiche 810 bis 860, bezie- 
hungsweise der Kontaktbereiche 870 bis 920, sich technisch 
nicht vermeiden lafit, ist diese Verf ahrensvariante besonders 
zweckmaBig . 

Die dargestellte Chip-Karte zeichnet sich dadurch aus, dafi 
35 die Kontaktelemente vor aufieren Einflussen, insbesondere von 
mechanischen Belastungen oder chemischen Reaktionsprozessen 
besonders gut geschutzt sind, und daB die Unterseite des in- 
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tegrierten Bauelementes 800 bundig mit einer Leiterbahn 815 
abschlieBt . 

Aufterdem ist es moglich, die nach auften gewandte Riickseite 
5 des Bauelementes 800, das heifit insbesondere der entsprechen- 
den integrierten elektronischen Schaltung einem gewunschten 
Einsatz entsprechend zu gestalten. Eine derartige Gestalt 
kann beispielsweise in einer Bedruckung, in einer Beschrif- 
tung, beispielsweise mittels eines Lasers oder in einem Ver- 

10 sehen mit einem geeigneten Material, beispielsweise einem 
Schutzlack, bestehen. Der Einsatz eines derartigen Schutz- 
lackes, der gegebenenf alls uberdruckt sein kann, hat den wei- 
teren Vorteil, daB das Bauelement, das heifit insbesondere die 
entsprechende integrierte elektronische Schaltung, die Lei- 

15 terbahn 850 und der Kontaktbereich 870 noch weiter geschtitzt 
werden. 

Besonders vorteilhaft ist es, bei der Herstellung der Chip- 
Karte eine Laminier-Technik einzusetzen, durch die eine ge- 
20 eignete Schicht aufgebracht wird. Die Schicht kann vielfal- 
tige Funktionen aufweisen. 

Ein besonders vorteilhaf tes Ausf uhrungsbeispiel einer Chip- 
Karte, bei der die freie Gestaltbarkeit der Oberflache 940 

25 des integrierten Bauelementes 800 ausgenutzt wird, ergibt 

sich anhand der nachfolgend anhand von Fig. 19 dargestellten 
Aufsicht auf einen Bereich der Chip-Karte, bei dem auf der 
Oberflache des integrierten Bauelementes 800 ein Funktions- 
element, beispielsweise eine induktive Spule 960, aufgebracht 

30 ist. Die Spule 960 ist vorzugsweise mittels einer Laminier- 
Technik hergestellt. 

Die dargestellten Ausf uhrungsf ormen sind lediglich beispiel- 
haft zu verstehen. Insbesondere konnen die verschiedenen Aus- 
35 f uhrungsf ormen von erf indungsgemaBen Bauelementen durch an- 
dere Bauelemente ersetzt werden. Ferner ist es moglich, daB 
die dargestellten Leiterstrukturen durch andere, vergleich- 
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bare Abmessungen und/oder Anschliisse enthaltende Leiterstruk- 
turen, ersetzt werden. 

Die dargestellten Vorteile verschiedener Ausf uhrungsf ormen 
5 lassen sich miteinander kombinieren, so ist beispielsweise 
eine Beschichtung von inneren Flachenbereichen der Hauptfla- 
che bei alien dargestellten Bauelementen sinnvoll einsetzbar. 

10 
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Patent anspruche 

1. Integriertes Bauelement (35, 45, 135, 400, 600, 700, 
800) mit wenigstens einem Kontaktelement (20, 20', 60, 60', 
5 170, 180, 410, 420, 610, 620, 720, 805) zum Verbinden des 
Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 700, 800) mit einem 
Befestigungsmittel (70, 90, 230, 290, 350, 430, 630), 
dadurch gekennzeichnet, 
daft das Kontaktelement (20, 20', 60, 60', 170, 180, 410, 420 

10 610, 620, 805) in einem Randbereich des integrierten 

Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 700, 800) angeordnet ist 
und daft das Kontaktelement (20, 20', 60, 60', 170, 180, 410, 
420 610, 620, 720, 805) wenigstens eine Kontaktf lache (22, 
20', 60, 60', 807) aufweist, welche gegenuber einer 

15 Hauptflache des Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 700, 
800), geneigt ist. 

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daft das 

20 Kontaktelement (410, 420, 610, 620, 720, 805) derart in einem 
Randbereich des integrierten Bauelementes (400, 600, 700, 
800) angeordnet ist, daft es sich wenigstens abschnittsweise 
in einem Kontakt mit einem Randbereich einer Hauptflache des 
Bauelementes (400, 600, 700, 800) befindet, und daft das 

25 Kontaktelement (410, 420, 610, 620, 720, 805) in einem 

eingebauten Zustand des Bauelementes (10, 10' , 35, 45, 50, 
50' 135, 400, 600, 700, 800) in Kontakt mit wenigstens zwei, 
in einem von 00 verschiedenen Winkel angeordneten Flachen 
eines Bef estigungsmittels (230, 290, 350, 430, 630) 

30 verbringbar ist* 

3. Bauelement nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeic hnet, 
daft sich in einem inneren Flachenbereich der Hauptflache 

35 keine Kontaktelemente befinden. 
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4. Bauelement nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet , daft der innere 
Flachenbereich bedruckt und/oder beschichtet ist. 

5 5. Verbundkorper aus einer Leiterstruktur und einem 
integrierten Bauelement, d a d u r c h 

g ekennzeichnet , daft er wenigstens ein 
integriertes Bauelement (35, 45, 135, 400, 600, 700, 800) 
nach einem der Anspruche 1 bis 4 enthalt. 

10 

6. Chip-Karte mit einem Grundkorper (930), wobei sich in 
einer Ausnehmung des Grundkorpers (930) ein als integrierte 
elektronische Schaltung ausgebildetes Bauelement (800) 
befindet, d a d u r c h 

15 gekennzeichnet, daft das Bauelement 
(800) auf innerhalb der Ausnehmung wenigstens ein 
Kontaktelement (805) zu ihrem elektrischen Anschluft enthalt, 
wobei das Kontaktelement (805) wenigstens eine Kontaktf lache 
(807) aufweist, welche gegeniiber einer Hauptf lache des 

20 integrierten Bauelementes (800) geneigt ist. 

7. Chip-Karte nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet , daft der 

Kontaktbereich (870) und die Ruckseite (940) des integrierten 
25 Bauelementes (800) mit einer Beschichtung versehen sind. 

8. Chip-Karte nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet , daft die Beschichtung 
durch eine laminierte Folie gebildet wird. 

30 

9. Chip-Karte nach einem der Anspruche 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 
daft die Beschichtung wenigstens ein Funktionselement (960) 
enthalt . 

35 

10. Verfahren zur Herstellung eines integrierten 
Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 700, 800), bei dem 
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wenigstens ein Kontaktelement (20, 20', 60, 60', 170, 180, 
410, 420 610, 620, 805) fur eine Verbindung des Bauelementes 
(35, 45, 135, 400, 600, 700, 800) mit einem 
Befestigungsmittel (230, 290, 350, 430, 630) erzeugt wird, 
5 dadurch gekennzeichnet, 
daB das Kontaktelement (20, 20', 170, 180, 410, 420, 610, 
620, 720, 805) derart in einem Randbereich des integrierten 
Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 700, 800) erzeugt wird, 
daB das Kontaktelement (20, 20', 60, 60' , 170, 180, 410, 420 
10 610, 620, 720, 805) wenigstens eine Kontaktf lache (22, 22', 
60, 60', 807) aufweist, welche gegenuber einer Hauptflache 
des Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 700, 800) geneigt 
ist . 

15 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch 

gekennzeichnet , daB im Bereich einer 
Hauptflache eines Halbleitersubstrats wenigstens ein Teil von 
Funktionseiementen des Bauelementes (35, 45, 135, 400, 600, 
700, 800) erzeugt wird, daB die Kontaktelemente (20, 20', 60, 

20 60', 170, 180, 410, 420, 610, 620, 720, 805) in ausgewahlten 
Flachenbereichen des Halbleitersubstrats erzeugt werden und 
daft anschlieBend die Funktionselemente des Bauelementes (35, 
45, 135, 400, 600, 700, 800) derart aus dem 

Halbleitersubstrat getrennt werden, daft die Kontaktf lachen 
25 (22, 20', 60, 60', 807) bei dem Trennen als Seitenbereiche 
des Kontaktelementes (20, 20', 60, 60', 170, 180, 410, 420 
610, 620, 720, 805) freigelegt werden. 
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